Solution for researching

Prensa Caliente De Vacio Automatica De 60 Toneladas Para
Consolidacion De Materiales De Alta Densidad

Numero de articulo: XP19

Introduccion

La prensa caliente de vacio automatica de 60
toneladas de KINTEK logra una compactacién de
precision de 305,6 MPa hasta 500 °C con un
molde de carburo de tungsteno, proporcionando
una consolidacién sin huecos. Ideal para
metalurgia de polvos y investigacién de baterias
en vacio de -0,1 MPa. Garantiza seguridad con
un triple sistema de enclavamientos.

Aprende més

Aplicacién Descripcion Beneficio clave

Termoplasticos de alto rendimiento

Metalurgia de polvos y metales
duros

Unién por difusién / Soldadura por
difusién

Electrodos de bateria y electrolitos
de estado sélido

Cerémicas funcionales

Compuestos de matriz metdlica
(MMC)

Blancos de pulverizacién catédica
y precursores de pelicula delgada

Compuestos de carbono-carbono

Posprocesamiento de fabricacion
aditiva (AM)

Prensado caliente al vacio de peliculas o polvos de PEEK,
PEI, PPS y Pl para eliminar microburbujas y huecos.

Sinterizado a ultraalta presiéon de WC-Co, boruros y
cermets para alcanzar una alta densidad en verde.

Unidn en estado sélido de metales diferentes (Cu/Al,
acero/ceramica) a alta presién y temperatura sin material
de aporte.

Densificacién de capas de LLZO, LATP y compuestos de
céatodo/electrolito para baterias de estado totalmente
sélido.

Sinterizado de polvos piezoeléctricos (PZT), dieléctricos
(BaTiOs) y de ferrita al vacio para mantener la
estequiometria y pureza.

Infiltracion y prensado en caliente de matrices de
aluminio o titanio reforzadas con SiC, Al20s o fibras de
carbono.

Consolidacién de polvos de metal u 6xido de alta pureza
en espacios en blanco para deposicion fisica de vapor
(PVD).

Prensado caliente al vacio de preformas de fibra de
carbono con matriz de betln o resina para crear
compuestos C/C de alta densidad.

Densificacion de piezas de metal o ceramica fabricadas
aditivamente para eliminar la porosidad interna.

Produce componentes de polimero completamente densos con una resistencia
quimica, resistencia mecanica y estabilidad térmica superiores para
aplicaciones aeroespaciales e implantes médicos.

Piezas con densidad cercana a la tedrica y una dureza, resistencia al desgaste
y estructura de grano fina excepcionales, ideales para herramientas de corte y
piezas de desgaste.

Crea uniones sin huecos y de alta resistencia con interfaces impecables,
esenciales para microelectrénica, conjuntos dpticos y componentes de
reactores nucleares.

Mejora la conductividad iénica y la integridad mecénica al eliminar los huecos
interfaciales, un requisito fundamental para el rendimiento y la seguridad de
las baterias de préxima generacién.

Maximiza las propiedades electromecénicas al alcanzar la densidad completa
sin contaminantes orgénicos ni porosidad, fundamental para sensores y
actuadores avanzados.

Distribucién uniforme de particulas y consolidacién completa, mejorando la
resistencia especifica, rigidez y conductividad térmica para aplicaciones
estructurales ligeras.

Alcanza densidad completa y estructura de grano fina, garantizando una
deposicion uniforme de pelicula delgada y una vida util prolongada del blanco
en la fabricaciéon de semiconductores.

Alcanza una densificacién uniforme con propiedades térmicas y mecanicas
excepcionales para aplicaciones aeroespaciales, de frenado y de gestién
térmica.

Transforma prototipos de AM de baja densidad en componentes funcionales
completamente densos con una vida Util a la fatiga, resistencia y acabado
superficial mejorados.

Numero de modelo

Fuerza maxima

XP19

=< 60,0 toneladas (aprox. 600 kN), autocontrolado
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Parametro Especificacion

NI NTENK
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Presién activa (en molde de 50 mm) ~305,6 MPa

Material del molde

Dimensiones del molde

Rango de temperatura

Nivel de vacio

Sistema de enfriamiento

Fuente de alimentacién

Certificacion

Mecanismo de
enclavamiento

Carburo de tungsteno (WC)

Didmetro: ® 50 mm, Altura de llenado: 15 mm
Temperatura ambiente a 500°C, programable PID

< -0,1 MPa (vacio mecéanico)

Circulacién de agua de lazo cerrado (enfriador externo)
AC 220 V / 50 Hz, monofésico

Certificado CE

Légica de proteccion Valor para la seguridad del laboratorio

Deteccién de limite de
puerta

Disparo por sobrecarga
de presion

Fusible contra fuga
térmica

La apertura de la puerta frontal activa el interruptor de limite, cortando el Evita el contacto accidental con la zona caliente/presurizada, evitando
calentamiento y la presurizacién instantaneamente. quemaduras o lesiones por aplastamiento.

Un sensor de precisién detecta una sobrecarga >60 T; la valvula de alivio Protege el molde de carburo de tungsteno de fallos catastréficos
principal se abre y suena una alarma. debidos a sobrepresion.

Monitoreo de temperatura redundante doble; se corta la energia si la Elimina el riesgo de fuga térmica, preservando la integridad de la
temperatura supera los 500 °C. cémara de vacio y la muestra.
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